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NCP 용 COF 립칩 패키지의 신뢰성
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Abstracts 

  모바일 정보통신기기를 심으로 자패키지의 소형화, 고집 화를 해 립칩 공법의 용이 

증가되고 있는 추세이다. 립칩 패키징 합소재로는 솔더, ICA(Isotropic Conductive Adhesive), 

ACA(Anisotropic Conductive Adhesive), NCA(Non Conductive Adhesive) 등과 같은 다양한 합소

재가 사용되고 있다. 최근에는 언더필을 사용하는 립칩 공법보다 미세피치 응성을 해 NCP를 

이용한 립칩 공법에 한 요구가 증가되고 있는데, NCP의 상용화를 해서는 공정성과 함께 신뢰

성 확보가 필요하다. 본 연구에서는 LDI(LCD drive IC) 모듈을 한 COF(Chip-on-Film) 립칩 패

키징용 NCP 포뮬 이션을 개발하고 이를 용한 COF 패키지의 신뢰성을 조사하 다.

  테스트베드는 면  1.2x0.9㎜, 두께 470㎛, 속피치 25㎛의 Au범 가 형성된 리칩 실리콘다이와 

속패드가 Sn으로 finish된 폴리이미드 재질의 flexible 기 을 사용하 다. NCP는 에폭시 진과 산

무수물계 경화제, 이미다졸계 매제를 사용하여 다양하게 포뮬 이션을 하 다. DSC(Differential 

Scanning Calorimeter), TGA(Thermogravimetric Analysis), DEA(Dielectric Analysis) 등의 열분석장

비를 이용하여 NCP의 물성과 경화거동을 확인하 으며, 본딩 후에는 보이드를 평가하고 Peel 강도를 

측정하 다. 최 의 공정으로 제작된 COF 패키지에 한 HTS (High Temperature Stress), TC 

(Thermal Cycling), PCT (Pressure Cooker Test)등의 신뢰성 시험을 수행한 결과 양산 용 가능 수

의 신뢰성을 갖는 것을 확인할 수 있었다.
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